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2027–2029：未查到官方命名的后续产品计划STULZ

Vertiv

LiquidStack

Carrier

Motivair

CyberCool CMU

2024-05-22 · 发布 [C1]

CoolChip 2300

2024-11-19 · 发布 [C3]

CDU-1MW

2024-08-22 · 已出货披
露 [C2]

GigaModular

2025-06-03 · 2.5–10 MW
[C7]

GigaModular

2026-05-21 · ≤14 MW 商
用 [C8]

QuantumLeap

2025-11-04 · 发布 [C5]

MCDU-70

2026-01-21 · 发布 [C6]

日期未知的产品

CoolChip 600 / 1350；Silent-Aire 的 PG25 / 水工况。规格可
用于 benchmark，不补造发布年份。

单机与多模块分开

GigaModular 的 10 / 14 MW 为系统级能力。MCDU-70 的
2.5 MW 为单机值。

当前容量另见 benchmark

时间轴记录事件。当前规格不自动代表发布时容量；Vertiv 规
格采用 2026-05 版 [C4]。

圆点 = 官方事件 · 虚线框 = 官方计划或仅知年份 · 色块是事件标签，不代表产品寿命周期


